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Beschreibung 

Elektrisches Leiterplatten-Bauteil und- Verf ahren zur automa- 
tischen Bestuckung von Leiterplatten mit solchen Bauteilen 

5 

Die Erfindung bezieht sich auf ein elektrisches Leiterplat- 
ten-Bauteil, insbesondere HF-Koaxial-Steckverbinderteil, bei 
dem das Gehause des Bauteils durch die Lotverbindungen zwi- 
schen den an seiner Unterseite voraasehenen SMD-Lotanschlus- 
0 sen und diesen leiterplatten-seitig zugeordneten Lotanschlus- 
sen auf der Leiterplatte befestigt ist. 

Elektrische Leiterplatten-Bauteile, insbesondere HF-Koaxial- 
Steckverbinderteile, finden bei elektrischen Ubertragungs- 
5 und Verbindungseinrichtungen eine zahlreiche Verwendung. 

Grundsatzlich kommen drei verschiedene Anschluiiarten fur die 
elektrische Verbindung zwischen den einander zugeordneten 
bauteileseitigen und leiterplattenseitigen Anschlussen zur 
Anwendung . 

0 

Bei der AnschluBart - erste Anschluflart wie sie beispiels- 
weise bei dem durch die Literaturstelle EP 0 582 960 Al be- 
kannten Steckverbinderteil zur Anwendung kommt, wird von 
Preflstiften Gebrauch gemacht, durch die sich ein Lotvorgang 
erubrigt. Die Verwendung solcher relativ voluminosen Preii- 
stifte setzt jedoch voraus, daJ3 ihre Anzahl mit Rucksicht auf 
die moglichst kleinen Abmessungen solcher Bauteile pro Bau- 
teil begrenzt ist. Erheblich begrenzt ist ihre Anzahl pro 
Bauteil aber auch dadurch, dafl der auf zuwendende PrelJdruck 
0 beim Einpressen der bauteileseitigen Prelistifte in die ihnen 
zugeordneten leiterplattenseitigen kontaktierten Anschlufilb- 
cher einen durch die Festigkeit des Bauteils bedingten Wert 
nicht uberschrelten darf. Der auf zuwendende PrelJdruck ist 
namlich der Anzahl der vorgesehenen Prelistifte proportional. 
5 Fur eine automatische Bestuckung von Leiterplatten mit sol- 
chen Bauteilen sind sehr kostenaufwendige Vorrichtungen er- 
f orderlich. 
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Bei der AnschluBart - zweite AnschluBart -, wie sie bei- ^ 
spielsweise bei dem durch die Literaturstelle EP 0 488 482 Al 
bekannten Steckverbinderteil zur Anwendung kommt, bestehen 
5 die Anschlusse aus Lotstiften, die aus dunnen Drahten herge- 
stellt sind. Von solchen Lotstiften kann auch in relativ gro- 
Ber Anzahl bei recht klein dimensionierten Bauteilen Gebrauch 
gemacht werden. Allerdings mussen solche Steckverbinderteile 
bei der Montage von Hand auf die Leiterplatte aufgesetzt wer- 

10 den, da das Einfadeln der dunnen Lotstifte in die ihnen zuge- 
ordneten leiterplattenseitigen AnschluBlocher schwierig ist. 
Nach dem Aufsetzen solcher Steckverbinderteile auf die Lei- 
terplatte erfolgt das Verloten der Lotstifte in den ihnen zu 
geordneten leiterplattenseitgen Anschlufilochern durch 

15 Schwallloten. 

Bei der AnschluBart - dritte AnschluBart -, wie sie bei- 
spielsweise bei dem durch die Literaturstelle DE 197 16 139 
CI bekannten Steckverbinderteil zur Anwendung kommt, werden 

20 fur die elektrischen Verbindungen zwischen Bauteil und Lei- 
terplatte von Oberf lachen-Lotanschlussen, sogenannte SMD 
(Surface Mounted Device) -Lotanschltisse, Gebrauch gemacht. Die 
Bestuckung der Leiterplatten mit SMD-L6tanschlusse aufweisen- 
den Bauteilen hat im Gegensatz zu solchen mit Prefistiften 

25 oder Lotstiften den grofien Vorteil, daB sie sich einfach und 
schnell mit " Pick&Place"-Automaten durchfuhren lafit. Der 
Nachteil ist die geringe Festigkeit der durch diese Lotver- 
bindungen herbeigef uhrten Verankerung des Bauteils auf der 
Leiterplatte. Aus diesem Grunde muB hier das Bauteil zusatz- 

30 lich durch Schrauben oder Nieten an der Leiterplatte befe- 
stigt werden, urn zu verhindern, dafi die SMD-Lotverbindungen 
durch mitunter. unvermeidbare starkere mechanischen Belastun- 
gen beschadigt werden oder sogar abreiBen. 



35 Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, fur die ausreich- 
ende Befestigung von mit SMD-Lotanschlussen versehenen elek- 
trischen Bauteilen auf Leiterplatten eine weitere Losung an- 
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zugeben, die ohne Schrauben oder Nieten auskommt und ferti- 
gungstechnisch besonders einfach ist. 

Diese Aufgabe wird gemafi der Erfindung fur eine solches elek- 
trischen Leiterplatten-Bauteil dadurch gelost, dafi das Gehau- 
se fur seine zusatzliche Befestigung auf der Leiterplatte an 
seiner Unterseite mehrere lotbare Bolzenstifte aufweist, die 
in ihnen auf der Leiterplatte zugeordnete durchgehende kon- 
taktierte Bolzenlocher eingreifen und hierin verlotet sind. 

Der Erfindung liegt die Erkenntnis zugrunde, dafi die Bestuk- 
kung von Leiterplatten unter Zuhilf enahme von "Pick&Place"- 
Automaten auch dann moglich ist, Venn das Bauteil lotstiftar- 
tige Verbindungselemente aufweist, die leiterplattenseitig in 
diesen zugeordneten durchgehenden kontaktierten Lochern ver- 
lotet werden. Voraussetzung hierbei ist nur, dafi ihr Quer- 
schnitt ausreichend grofi ist, dafi sie von "Pick&Place"-Auto- 
aten beim Aufsetzen des Bauteils auf die Leiterplatte auch 
als Zentriermittel verwendet werden konnen. 

Zweckmafiige Ausgestaltungen des Gegenstandes nach Patentan- 
spruch 1 sind in den weiteren Patentanspriichen 2 bis 8 ange- 
geben. 

In Weiterbildung der Erfindung ist in den Patentanspruchen 9 
und 10 noch ein besonders zeit- und kostengunstiges Verfahren 
fur die automatische Bestiickung von Leiterplatten mit von der 
Erfindung Gebrauch machenden Leiterplatten-Bauteilen angege- 
ben. 

Anhand eines Ausf uhrungsbeispiels, das in der Zeichnung dar- 
gestellt ist>- soil die Erfindung im folgenden noch naher be- 
schrieben werden* In der Zeichnung bedeuten 

Fig, 1 die perspektivische Darstellung eines Ausfiihrungs- 
beispiels in Form eines HF-Winkel-Steckverbinder- 
teils, 
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Fig. 2 



die schematische Darstellung der Verankerung gehau 
seseitiger Bolzenstifte in leiterplattenseitigen 
Bolzenlochern in einer ersten Ausf iihrungsf orm, 
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Fig. 3 



die schematische Darstellung der Verankerung gehau 
seseitige-r Bolzenstifte in leiterplattenseitigen 
Bolzenlochern in einer zweiten Ausf iihrungsf orm. 



10 Das in Fig. 1 dargestellte erste Ausf lihrungsbeispiel eines 
elektrischen Leiterplatten-Bauteils ist ein HF-Winkelsteck- 



Steckverbinderteil, das durch die bereits in der Einleitung 
angegebene Literaturstelle DE 197 16 139 CI bekannt ist. Aus 
15 diesem Grunde dtirfte es geniigen, wenn hier auf die Struktur 
der Bauform dieses ersten Ausf uhrungsbeispieles nur insoweit 
eingegangen wird, als es ftir das Verstandnis der Erfindung 
erforderlich ist und im ubrigen hinsichtlich naherer Details 
auf die genannte Literaturstelle verwiesen wird. 

20 

Das Gehause 1, das auch ein Metallgehause sein kann, besteht 
hier aus metallisiertem Kunststoff . Es weist auf der Gegen- 
steckerseite 2 vier Koaxialbuchsen 3 in einer Reihen-Spalten 
anordnung auf. Die Schichtstarke der Metallisierung des Ge- 
25 hauses 1 ist dabei wenigstens gleich der Eindringtief e der 

uber das Leiterplatten-Bauteil zu ubertragenden elektromagne 
tischen Wellen. 

Das Gehause 1 hat Kontakt-Standf tlfle 4 und 5, von denen die 
30 Kontakt-Standfufle 4 in einer Vielzahl an der Aufienseite des 
Gehauses 1 in\N&he seiner Unterseite 6 angeordnet sind. Die 
Kontakt-StandfuJSe 4 haben Standf lachen, die als verzinnbare 
SMD-Lotanschlusse ausgeftihrt sind. Die Kontakt-Standf tifie 5 
sind ebenfalls SMD-Lotanschliisse und bestehen aus den an der 
35 Unterseite 6 austretenden, parallel hierzu abgebogenen Enden 
der metallischen Innenleiter. Die Kontakt-Standf ufie 4 und 5 



verbinderteil . Es entspricht in seiner Grundstruktur dem 
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dienen der elektrischen Verbindung ihrer SMD-Lotanschlusse 
mit ihnen zugeordneten LotanschlUssen auf der in Fig. 1 le- 
diglich schematised in unterbrochenen Linien angegebenen Lei- 
terplatte 7. 

Die Kontakt-Standfufie 4 sind an der Aufienseite der Seitenwan- 
de 8 und 9 und der Ruckwand 10 des Gehauses 1 in grofierer An- 
zahl vorgesehen und weisen jeweils eine kammartige Struktur 
auf. Sie haben eine stutzstegartige Formgebung und ragen mit 
ihren SMD-Anschlussen geringfugig uber die Unterseite 6 des 
Gehauses 1 hinaus . Entsprechendes gilt fur die Kontakt- 
Standfufie 5 der Innenleiterenden. Weitere Kontakt-Standfufie 4 
sind am Rand der Unterseite 6 auf seiten der Gegensteckersei- 
te 2 vorgesehen. 



Die Anordnung der Kontakt-Standfufie 4 und 5 an der Aufienseite 
der Seitenwande 8 und 9 und der Ruckwand 10 sowie randseitig 
an der Unterseite 6 auf seiten der Gegensteckerseite 2 ist 
fur das Anloten ihrer SMD-Lotanschlusse auf der Leiterplatte 
20 7 von Bedeutung, weil die beim Lotvorgang eingesetzte Umluft- 
warme so gut an die SMD-Lotanschusse herangefuhrt werden 
kann. Aufierdem kann so im Nachhinein leicht uberpruft werden, 
ob die Lotstellen einwandfrei sind. Urn beim Verbinden des Ge- 
hauses 1 mit der Leiterplatte 7 fttr alle SMD-Lotanschlusse 
einwandfreie Lotverbindungen sicherzustellen, ist es ange- 
bracht, zwischen alien SMD-Anschlussen der Kontakt-Standfufie 
4 und 5 eine Planitatstoleranz < 0,1 mm vorzusehen. 



Die Anzahl der insgesamt vorgesehenen Kontakt-Standfufie 4, 
30 deren SMD-Lotanschltisse mit der Metallisierung des Gehauses 1 
elektrisch leitend verbunden sind, wird moglichst grofi ge- 
wahlt, urn nach der Herstellung der SMD-L6tverbindungen eine 
moglichst gute Befestigung des Gehauses 1 auf der Leiterplat- 
te 7 sicherzustellen. Wie die Praxis zeigt, ist die durch 
35 SMD-Lotverbindungen erreichbare Gehausebef estigung auch bei 
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einer grofleren Anzahl von SMD-L6tverbindungen jedoch gering', 
so dafi die fur eine solche Befestigung zu fordernde mechani- 
sche Belastbarkeit nicht in ausreichendem Mafie sichergestellt 
werden kann. 

5 

Fur eine ausreichende mechanische Befestigung des Gehauses 1 
auf der Leiterplatte 7 sind, wie Fig. 1 zeigt zwischen den 
Kontakt-Standftifien 4 sowohl an den AuBenseiten der Seitenwan- 
de 8 und 9 und der Rtickwand 10 als auch am Rand der Untersei- 

10 te 2 auf seiten der Gegensteckerseite 2 mehrere lotfahige 

Bolzenstifte 11 vorgesehen, die liber die Kontakt-Standf ufie 4 
und 5 hinausragen und beim Aufsetzten auf die Leiterplatte 7 
in ihnen zugeordnete kontaktierte Bolzenlocher 12 in der Lei J 
terplatte 7 eingreifen, in denen sie verlotet werden. Die 

15 Bolzenstifte 11 bestehen wie das Gehause 1 aus Kunststoff. 
Sie sind wie die Kontakt-Standf iifie 4 stiitzstegartig an die 
Gehausewandungen angeformt und metallisiert . 

Das Verloten der gehauseseitigen Bolzenstifte 11 in den lei- 
20 terplattenseitigen kontaktierten Bolzenlocher 12 kann wie 
beim Verloten von Lotstiften durch Schwalloten vorgenommen 
werden, bei dem die Leiterplatte 7 mit dem auf ihre Oberseite 
13 aufgesetzten Gehause 1 mit ihrer Unterseite 14 uber ein 
Lot-Schwallbad geflihrt wird. In diesem Falle mussen also bei 
25 der Bestuckung der Leiterplatte 7 mit einem Gehause 1 zwei 
Lot-Arbeitsvorgange durchgeftihrt werden. 





Ein erster Lot-Arbeitsvorgang ist erforderlich fur die Her- 
stellung der elektrischen Verbindungen zwischen den gehause- 

30 seitigen SMD.-Lotanschlussen der Kontakt-Standf ulie 4 und 5 und 
den diesen auf der Leiterplatte 7 zugeordneten Lotanschltis- 
sen. Hierbei durchlauft die Leiterplatte 7 mit dem aufgesetz- 
ten Gehause 1 einen SMD-Lotofen. Sodann muB ein zweiter Lot- 
Arbeitsvorgang mit einem Lot-Schwallbad fur das Verloten der 

35 gehauseseitigen Bolzenstifte 11 in den ihnen zugeordneten 
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leiterplattenseitigen kontaktierten Bolzenlochern 12 durchge- 
fuhrt werden. Das Verloten der gehauseseitigen Bolzenstifte 

11 in den ihnen zugeordneten leiterplattenseitigen kontak- 
tierten Bolzenlochern 12 kann aber auch in aulierordentlich 
vorteilhaf ter Weise ebenfalls nach dem SMD-L6tverf ahren 
durchgefuhrt werden, so dafi bei der Bestuckung der Leiter- 
platte 7 mit einem Gehause 1 lediglich ein Lot-Arbeitsvorgang 
durchgefuhrt werden mufl . Auf diesen Sachverhalt soil im fol- 
genden noch anhand der Fig. 2 und 3 naher eingegangen werden. 

Die Fig. 2 und 3 zeigen in schematischer Darstellung den Ab- 
lauf des SMD-Lotverf ahrens . Jede der Fig. 2 und 3 zeigt ein 
auf die Leiterplatte 7 aufgesetztes Gehause 1. Jedes der Ge- 
hause 1 ist ausschlielilich mit zwei Bolzenstif ten 11 darge- 
stellt, von denen der eine an der linken Seitenwand 8 und er 
andere an der rechten Seitenwand 9 angeformt ist. Beide Bol- 
zenstifte 11 greifen in die ihnen zugeordneten Bolzenlocher 

12 in der Leiterplatte 7 ein. Durch die mittige senkrechte 
Unterteilung des Gehauses 1 und der Leiterplatte 7 in eine 
linke und eine rechte Halfte soil der SMD-Lotvorgang angedeu- 
tet werden. Hierbei ist jeweils das leiterplattenseitige kon- 
taktierte Bolzenloch 12 mit dem hierin eingreif enden gehause- 
seitigen Bolzenstift 11 bei der linken Halfte im Zustand vor 
und bei der rechten Halfte im Zustand nach dem Durchgang der 
Leiterplatte 7 mit dem aufgesetzten Gehause 1 durch den SMD- 
Lotofen dargestellt. 

Bevor das Gehause 1 auf die Leiterplatte 7 aufgesetzt wird, 
mussen alle Lotanschliisse auf der Oberseite 13 der Leiter- 
platte 7 mit einer Lotpastenauf lage versehen werden. Hierzu 
wird eine Lo^pastenmaske verwendet. Im Bereich der Bolzenlo- 
cher 12 wird die Lotpaste 15 iiber diese hinweg aufgetragen. 
Nach dem Durchlauf durch den SMD-Lotofen ist die Lotpaste, 
wie die jeweils rechte Halfte der Fig. 2 und 3 gut erkennen 
lafit, in den Hohlraum zwischen dem Bolzenstift 11 und der 
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kontaktierten Wandung des Bolzenlochs 12 eingef lossen, wo- 
durch der Bolzenstift 11 im Bolzenloch fest verlotet wird. 

Der Unterschied zwischen den Fig, 2 und 3 besteht lediglich 
5 in der Form der Bolzenlocher 12. Wahrend die kontaktierte In- 
nenwandung 16 der Bolzenlocher 12 in Fig. 2 senkrecht ausge- 
fuhrt ist, ist die kontaktierte Innenwandung 17 der Bolzenlo- 
cher 12 in Fig. 3 leicht konusformig gestaltet. Diese Ausfiih- 
rungsform kann mitunter sinnvoll sein, urn zu verhindern, dafl 

10 beim Durchgang der Leiterplatte 7 durch den SMD-L6tofen die 
verfliissigte Lotpaste 15 teilweise nach unten von der Unter- 
seite 14 der Leiterplatte 7 abtropft. Im allgemeinen laflt 
sich dies jedoch bei senkrecht gestalteter Innenwandung 16 
durch eine geeignete, aufeinander abgestimmte Bemessung von 

15 Bolzenstift- und Bolzenloch-Durchmesser selbst dann unterbin- 
den, wenn sich die Bolzenstifte 11 zu ihrem freien Ende hin 
leicht konisch verjtingen. Beim in der Zeichnung dargestellten 
Ausfuhrungsbeispiel wurden bei einer Dicke S der Leiterplatte 
7 von 1,6 mm folgende Abmessungen vorgesehen: 

20 

Bolzenlochdurchmesser D =2,3 mm 
Bolzenstif tdurchmesser d= 1,8 mm 
Bolzenstif tlange L =2,2 mm 
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Patentansprtiche 

1 . Elektrisches Leiterplatten-Bauteil, insbesondere HF- 
Koaxial-Steckverbinderteil, bei dem das Gehause (1) des Bau- 
teils durch die Lotverbindungen zwischen den an seiner Unter- 
seite (6) vorgesehenen SMD-Lotanschltissen und diesen leiter- 
plattenseitig zugeordneten Lotanschliissen auf der Leiterplat- 
te (7) befestigt ist, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 

das Gehause (1) fur seine zusatzliche Befestigung auf 
der Leiterplatte (7) an seiner Unterseite (6) mehrere lotbare 
Bolzenstifte (11) aufweist, die in ihnen auf der Leiterplatte 
(7) zugeordnete durchgehende kontaktierte Bolzenlocher (12) 
eingreifen und hierin verlotet sind. 

2. Elektrisches Leiterplattenbauteil nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

die Lotverbindungen zwischen den gehauseseitigen Bolzen- 
stiften (11) in den leiterplattenseitigen Bolzenlochern (12) 
wie SMD-L6tverbindungen ausgeftihrt sind. 

3. Elektrisches Leiterplattenbauteil nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

das Gehause (1) einschlieBlich seiner Bolzenstifte (11) 
aus Kunststoff besteht und 

wenigstens die Bolzenstifte (11) mit einer lotfahigen 
Metallisierung versehen sind. 

4. Elektrisches Leiterplattenbauteil nach Anspruch 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB 

die metallisierten Bolzenstifte (11) auf Bezugspotential 
liegen. - * - 

5. Elektrisches Leiterplattenbauteil nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, daB 
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der Querschnitt der Bolzenstifte (11) wesentlich groBe'r 
gewahlt ist als der Querschnitt der bei solchen Bauteilen tib- 
licherweise verwendeten, aus diinnen Drahten hergestellten 
Lotstif te . 

5 

6. Elektrisches Leiterplattenbauteil nach Anspruch 5, 
dadurch gekennzeichnet , dali 

der Querschnitt der Bolzenstifte (11) unter Berucksich- 
tigung ihrer Anzahl und ihrer Materialbeschaf f enheit so grofi 
10 gewahlt ist, dafl die mechanische Belastbarkeit der Befesti- 

gung des Gehauses (1) auf der Leiterplatte (7) die hieran ge- 
stellten Anf orderungen in ausreichendem Mafie erfiillt. 

7. Elektrisches Leiterplattenbauteil nach einem der vorherge- 
15 henden Ansprtiche, 

dadurch gekennzeichnet, daB 

die iiber die Unterseite (6) des Gehauses (1) uberstehen- 
den Bolzenstifte (11) Ansatze darstellen, die vorzugsweise am 
unteren Rand des Gehauses (1) an den Aufienseiten seiner Sei- 
20 tenwande (8, 9) und seiner Riickwand (10) angeformt sind. 

8. Elektrisches Leiterplattenbauteil nach einem der vorherge- 
henden Anspriiche, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
25 die kontaktierte Innenwandung (17) der leiterplattensei 

tigen Bolzenlocher (12) leicht konusformig gestaltet ist und 
die so gestalteten Bolzenlocher (12) hierbei ihre gr6I3e- 

re lichte Weite auf der Seite der Leiterplatte (7) aufweisen, 

auf der die gehauseseitigen Bolzenstifte (11) in die Bolzen- 
30 locher (12) eingreifen. 

9. Verf ahren . zur automatischen Bestiickung von Leiterplatten 
mit elektrischen Leiterplatten-Bauteilen nach Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, dafi 

35 in einem ersten Schritt unter Zuhilf enahme einer Lotpa- 

stenmaske alle Lotanschliisse und alle Bolzenlocher (12) auf 
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der Leiterplatte (7) mit einer Auflage aus Lotpaste (15) ver- 
sehen werden, 

in einem zweiten Schritt das Gehause (1) von einem 
"Pick&Place"-Automaten aufgenommen und unter Ausnutzung der 
durch die gehauseseitigen Bolzenstifte (11) und die leiter- 
plattenseitigen Bolzenlocher (12) gegebenen Zentriermoglich- 
keit auf die Leiterplatte (7) aufgesetzt wird und 

in einem dritten Schritt die Leiterplatte (7) mit dem 
hierauf aufgesetzten Gehause (1) einen SMD-Lotofen durch- 
lauft, in dem in einem Arbeitsgang die gehauseseitigen SMD- 
Lotanschlusse der Kontakt-Standfiifle (4, 5) mit den ihnen lei- 
terplattenseitig zugeordneten Lotanschliissen einerseits und 
die gehauseseitigen Bolzenstifte (11) in den ihnen leiter- 
plattenseitig zugeordneten Bolzenlochern (12) andererseits 
fest verlotet werden. 
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Zusammenf assung 

Elektrisches Leiterplatten-Bauteil undVerfahren zur automa- 
tischen Bestiickung von Leiterplatten mit solchen Bauteilen 

5 

Elektrisches Leiterplatten-Bauteil, insbesondere HF-Koaxial- 
Steckverbinderteil, bei dem das Gehause (1) des Bauteils 
durch die Lotverbindungen zwischen den an seiner Unterseite 
(6) vorgesehenen SMD-Lotanschliissen und diesen leiterplatten- 

10 seitig zugeordneten Lotanschltlssen auf der Leiterplatte (7) 

befestigt ist und bei dem das Gehause (1) fur seine zusatzli- 
che Befestigung auf der Leiterplatte (7) an seiner Unterseite 
(6) mehrere lotbare Bolzenstifte ~(11) aufweist, die in ihnen 
auf der Leiterplatte (7) zugeordnete durchgehende kontaktier- 

15 te Bolzenlocher (12) eingreifen und hierin verlotet sind. 



Fig. 1 
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